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Die folgenden Angaben sfnd den vom Anmelder elngerelchten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Wiederh erstellungsverf ah re n ei ner El ektrode 

® Wahrend eine Transferflache 10a einer Transferplatte 
10 mit einer vorbestimmten Oberflachenrauhigkeit in 
Kontakt gebracht wird mit einer Vielzahl von Hockern 44-B 
auf einem Korrtaktblatt 44, ausgebildet auf einem Sub- 
strat 44M mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten 
grower als derjenige der Transferplatte 10 bei einem vor- 
bastimmten Druck, werden das Substrat 44M und die 
Transferplatte 10 auf eine vorbestimmte Temperatur er- 
warmt, um die Oberflachenrauhigkait des Hockers 44B zu 
einem vorbestimmten Wert wiederherzusteilen. 
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l 

Beschreibung 

Hintergrund der Erfindung 

Gebiet der Erfindung 5 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wiederher- 
stellbearbeitungsverfahren einer Elektrode zurn Wiederher- 
stellen einer Verbindungsflache eines Elektrodenbereichs in 
einer Elektrodenplatte zum elektrischen Verbinden dersel- 10 
ben mit Anschliissen einer Halbleitervorrichtung, um eine 
vorbestimmte Oberflachenrauhigkeit zu erhalten. 

Beschreibung des Standes der Technik 

15 

[0002] Generell ist bei einem IC-Sockel oder einer Ver- 
bindungsvorrichtung fiir eine eleklronische Einrichtung er- 
wunscht, dass Anschliisse einer montierten Halbleitervor- 
richtung sicher verbunden sind rnit Elektroden einer Leiter- 
platte im elektrischen Sinne, Bei einer derartigen Vorrich- 20 
tung, wie offenbart in den japan ischen Offenlegungsschrif- 
ten Nr. 8-96865 (1996) und 2000-294043, wird vorgeschla- 
gen, dass eine ausreichende Menge einer keramischen 
Spriihbeschichtung durch Spriihen oder Mikrovorspriinge, 
gebildet durch Sprilhen, eine Atzbehandlung, welche aus- 25 
reicht zum Offnen eines Oxidfilms, ausgebildet auf einem 
Anschluss einer Halbleitervorrichtung, ausgebildet wird auf 
einem elektrischen Kontaktabschnitt einer leitfahigen Struk- 
tur oder einer Stimflache eines leitfahigen Drahts, welcher 
zu verbinden ist mit dem Anschluss (Elektrode) der Halblei- 30 
tervorrichtung. Durch Bilden der Mikrovorspriinge auf dem 
elektrischen Kontaktabschnitt oder der Stirnflache des leit- 
fahigen Drahts in einer derartigen Weise wird eine wechsel- 
seitige Kontaktflache verkleinert, und ein Kontaktdruck pro 
Flacheneinheit nirnmt zu. Daher haben die Mikrovor- 35 
sprunge die Wirkung, dass sie den Oxidfilm leicht brechen 
bzw. offhen. 

[0003] Folglich ist der Anschluss der Halbleitervorrich- 
tung sicher verbunden mit der Elektrode der Leiterplatte im 
elektrischen Sinne. 40 
[0004] Bei dem oben erwahnten IC-Sockel fur die elektro- 
nische Einrichtung wird, wenn der elektrische Kontaktab- 
schnitt in der leitfahigen Struktur wiederholt verwendet 
wurde, die Mikrostruktur bzw. die keramische Spruhbe- 
schichtung mit einer VerschleiBfestigkeit ebenfalls ver- 45 
schlissen infolge des Kontaktdrucks oder Ahnlichem, da die 
Lebensdauer gewissen Grenzen unterliegt. Dementspre- 
chend werden der elektrische Kontaktabschnitt bzw. die 
Endflache des leitfahigen Pfads allmahlich zu einer Planfla- 
che ohne UnregelmaBigkeit, rnit zunehmender Benutzungs- 50 
haufigkeit, wobei keine Wiederherstellung erfoigt, wodurch 
die Kontaktflache sich vergroBem kann, was zu einem unge- 
niigenden Kontaktdruck fuhren kann. Daher kann ein Fall 
eintreten, bei welchem die urspriingliche zuverlassige elek- 
trische Verbindung mit wiederholter Nutzung davon nicht 55 
erhalten werden kann. 

Zusammenfassung der Erfindung 

[0005] Vor der Hintergrund der oben genannten Probleme 60 
wurde die vorliegende Erfindung gemacht, um ein Wieder- 
hersteUbearbeitungsverfahren fur eine Elektrode zum Wie- 
derherstellen einer Verbindungsflache eines Eiektrodenab- 
schnitts in einer Elektrodenplatte, welche elektrisch zu ver- 
binden ist mit einem Anschluss einer Halblei tervorrichtung, 65 
zu schaffen, so dass die Verbindungsflache derart wiederher- 
gestellt wird, dass sie eine vorbestimmte Oberflachenrau- 
higkeit aufweist, wobei das Verfahren in der Lage ist, eine 
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vorbestimmte UnregelmaBigkeit auf der Verbindungsflache 
des Elektrodenabschnitts in der verschlissenen Elektroden- 
platte einfach und zuverlassig auszubilden. 
[0006] Um die oben genannte Aufgabe zu losen, umfasst 
ein Wiederherstellbearbeitungs verfahren einer Elektrode ei- 
nen ersten Schritt eines Anordnens einer Transferplatte mit 
einer unregelmafiigen Oberflache auf einer Verbindungsfla- 
che eines Elektrodenabschnitts, ausgebildet auf einem Isola- 
tionssubstrat einer Elektrodenplatte zur elektrischen Verbin- 
dung mit einem Anschlussabschnitt einer Halbleitervorrich- 
tung uber die Verbindungsflache des Elektrodenabschnitts, 
so dass die unregelmaBige Flache der Transferplatte in Kon- 
takt gebracht wird rnit der Verbindungsflache des Elektro- 
denabschnitts, wobei die Transferplatte gebildet ist aus ei- 
nem Material mit dem linearen Ausdehnungskoeffizienten, 
welcher verschieden ist von demjenigen des Isolationssub- 
strats der Elektrodenplatte, einen zweiten Schritt eines Er- 
warmens der Transferplatte und der Elektrodenplatte bei ei- 
ner vorbestimmten Tempera tur fur eine vorbestimmte Zeit- 
spanne, w ah rend die Transferplatte, angeordnet auf der Ver- 
bindungsflache des Elektrodenabschnitts im ersten Schritt, 
bin zur Verbindungsflache des Elektrodenabschnitts bei ei- 
nem vorbestimmten Druck gedriickt wird, und einen dritten 
Schritt eines Trennens der Transferplatte von der Elektro- 
denplatte, um eine vorbestimmte UnregelmaBigkeit auf der 
Verbindungsflache des Elektrodenabschnitts auszubilden. 
[0007] Die vorbestimmte Temperatur und Zeitspanne im 
zweiten Schritt kSnnen festgelegt werden im Bereich von 80 
bis 150°C bzw. im Bereich von 5 bis 15 Minuten. 
[0008] Ein erfindungsgernSBes Wiederherstellbearbei- 
tungsverfahren einer Elektrode umfasst einen ersten Schritt 
eines Anordnens eines Anschlussabschnitts einer Halblei- 
tervorrichtung auf einer Verbindungsflache eines Elektro- 
denabschnitts einer Elektrodenplatte mit dem Elektroden ab- 
schnitt, ausgebildet auf einem Isolationssubstrat, fur die 
elektrische Verbindung mit dem Anschlussabschnitt der 
Halbleitervorrichtung uber die Verbindungsflache des Elek- 
trodenabschnitts, wobei der Elektroden abschnitt in einem 
Basismaterial eine vorbestimmte Menge von mikrokristalli- 
nen Materialien rnit einer VerschleiBfestigkeit hoher als die- 
jenige des Basismaterials enthalt, und einen zweiten Schritt 
eines VerschleiBens der Kontaktflache der Elektrodenplatte 
wahrend eines Kontaktierens des Anschlussabschnitts des 
Halbleiters mit der Verbindungsflache der Elektrodenplatte, 
um einen Teil der kristallinen Materialien freizulegen, und 
eines Bildens einer vorbestimmten UnregelmaBigkeit auf 
der Kontaktflache. 

[0009] Die kristallinen Materialien kdnnen gebildet sein 
aus Palladium oder Nickel mit einer Harte hoher als dieje- 
nige von Kupfer als das Basismaterial und einer verhaltnis- 
maBig hohen Leitfahigkeit 

[0010] Ein erfindungsgemaBes Wiederherstellbearbei- 
tungs verfahren einer Elektrode umfasst einen ersten Schritt 
eines Anordnens einer Transferplatte mit einer unregelmaBi- 
gen Oberflache auf einer Verbindungsflache eines Elektro- 
denabschnitts, ausgebildet auf einem Isolationssubstrat ei- 
ner Elektrodenplatte, mit dem Isolationssubstrat fiir die 
elektrische Verbindung mit einem Anschlussabschnitt einer 
Halbleitervorrichtung uber die Verbindungsflache des Elek- 
trodenabschnitts, so dass die Flache der Transferplatte in 
Kontakt gebracht wird mit der Kontaktflache des Elektro- 
denabschnitts, einen zweiten Schritt eines relativen Bewe- 
gens der Transferplatte bzw. der Verbindungsflache des 
Elektrodenabschnitts mindestens einmal in jeder von Rich- 
tungen, welche generell parallel zur Verbindungsflache in 
einem vorbestimmten Abstand sind, wahrend die Transfer- 
platte, angeordnet auf der Verbindungsflache des Elektro- 
denabschnitts im ersten Schritt, hin zur Verbindungsflache 
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des Elektrodenabschnitts bei einem vorbestimmten Druck 
gedriickt wird, und einen dritten Schritt eines Trennens der 
Transferplatte von der Elektrodenplatte, urn eine vorbe- 
stimmte UnregelmaBigkeit auf der Verbindungsflache des 
Elektrodenabschnitts auszubilden. 

[0011] In dem zweiten Schritt kann die Elektrodenplatte 
relativ zur Transferplatte bewegt werden durch eine Gleit- 
vorrichtung zum Bewegen der Elektrodenplatte generell 
parallel zur Verbindungsflache des Elektrodenabschnitts, 
wahrend die Elektrodenplatte dadurch gestUtzt wird. 
[0012] Der Druck im zweiten Schritt kann im Bereich von 
1 bis 100 g pro einer Elektrode liegen, und die Distanz der 
relativen Bewegung im zweiten Schritt kann im Bereich von 
1 um bis 1 mm liegen. 

[0013] Wie aus der obigen Beschreibung deutlich ersicht- 
lich, erfolgt gemaB dem Wiederherstellbearbeitungsverfah- 
ren einer Elektrode aufgrund der Tatsache, dass die Trans- 
ferplatte und die Elektrodenplatte erwarmt werden bei einer 
vorbestimmten Temperatur fur die Yorbestinimte Zeitspanne 
hin zur Verbindungsflache des Elektrodenabschnitts wah- 
rend eines Driickens der Transferplatte, angeordnet auf der 
Verbindungsflache des Elektrodenabschnitts, hin zur Ver- 
bindungsflache des Elektrodenabschnitts mit dem vorbe- 
stimmten Druck, ein relatives Gleiten der beiden Platten zu- 
einander infolge des Unterschieds der Expansion, so dass es 
moglich ist, die Verbindungsflache der Elektrode aufzu- 
rauen, um eine vorbestimmte Oberflachenrauhigkeit zu er- 
halten und somit einfach und sicher die vorbestimmte Unre- 
gelmaBigkeit auf der verschlissenen Verbindungsflache des 
Elektrodenabschnitts in der Elektrodenplatte zu bilden. 
[0014] Die oben genannten und weitere Aufgaben, "Wir- 
kungen, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung 
gehen aus der nachfolgenden genauen Beschreibung der 
Ausfuhrungsbeispiele davon in Verbindung mit der beilie- 
genden Zeichnung deutlich hervor. 

Kurze Beschreibung der Zeichnung 

[0015] Fig, 1A und IB sind schemarische Ansichten zum 
Darstellen der jeweiligen Schritte eines ersten Ausfuhrungs- 
beispiels eines erfindung sgemafl en Wiederherstellungsbear- 
beitungsverfahrens einer Elektrode; 

[0016] Fig. 2A ist eine vergroBerte Teilquerschnittsan- 
sicht eines Spitzenendes eines Hbckers in dem in Fig. 1A 
dargestellten Schritt, verfUgbar gemacht zum Eriautern des 
jeweiligen Schritts, und Fig. 2B ist eine vergrOflerte Teil- 
querschnittsansicht eines Spitzenendes eines Hockers in 
dem in Fig. IB dargestellten Schritt, verfUgbar gemacht zum 
Eriautern des jeweiligen Schritts; 

[0017] Fig. 3 A, 3B, 3C und 3D sind jeweilige vergroBerte 
Teilquerschnittsansichten eines Spitzenendes eines Hockers 
in den jeweiligen Schritten des ersten Ausfuhrungsbeispiels, 
verfUgbar gemacht zum Eriautern der jeweiligen Schritte; 
[0018] Fig. 4A, 4B und 4C sind jeweilige vergroBerte 
Teilquerschnittsansichten eines Spitzenendes eines Hockers 
in den jeweiligen Schritten eines Vergleichsbeispiels, ver- 
fUgbar gemacht zum Eriautern der jeweiligen Schritte; 
[0019] Fig. 5A, 5B und 5C sind Darsteilungsansichten, 
verfUgbar gemacht zum Eriautern der jeweiligen Schritte, in 
welchen ein Spitzenende eines Hockers jeweils wahrend des 
Gebrauchs verschlissen wird; 

[0020] Fig. 6A, 6B und 6C sind jeweilige teilweise ver- 
groBerte Ansichten eines Spitzenendes eines Hockers, ver- 
fUgbar gemacht zum Eriautern der jeweiligen Schritte, dar- 
gestellt in Fig. 5A, 5B und 5C, in welchen das Spitzenende 
des Hockers durch Benutzung verschlissen wird; 
[0021] Fig. 7 ist eine Teilquerschnittsansicht eines Bei- 
spiels eines Sockels fur eine Halbleitervorrichtung, ausge- 



stattet mit einem Kontaktblatt, auf welches ein erstes und 
ein zweites Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen 
Wiederherstellbearbeitungsverfahrens einer Elektrode ange- 
wandt werden; 

5 [0022] Fig. 8 ist eine schematische Teilquerschnittsan- 
sicht einer Struktur einer Tragereinheit in dem in Fig. 7 dar- 
gestellten Ausfiihrungsbeispiel; 

[0023] Fig. 9 ist eine Draufsicht des in Fig. 8 dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiels; 

10 [0024] Fig. 10A, 10B und 10C sind jeweilige vergroBerte 
Teilquerschnittsansichten eines wesentlichen Abschnitts, 
verfUgbar gemacht zum Eriautern der jeweiligen Schritte in 
einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgema- 
Ben WiederhersteUbearbeitungsverfahrens einer Elektrode; 

15 [0025] Fig. 11A, 11B und 11C sind jeweilige vergroBerte 
Teilquerschnittsansichten eines Abschnitts, dargestellt in 
Fig. 10A, 10B und 10C; 

[0026] Fig. 12A ist ein Explosionsblockdiagrarnm einer 
Struktur eines Beispiels eines weiteren Tragergehauses und 

20 Basiselements, verwendet in dern ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erfindungsgemaBen Wiederherstellungsbearbei- 
tungsverfahrens einer Elektrode, und Fig. 12B ist ein Block- 
diagramm einer Struktur einer Tragereinheit mit dem Tra- 
gergehause in Fig. 12A; 

25 [0027] Fig. 13 A ist ein Explosionsblockdiagrarnm einer 
Struktur eines Beispiels eines weiteren Tragergehauses und 
Basiselements, verwendet in dem ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erfindungsgemaBen Wiederherstellbearbeitungs- 
verfahrens einer Elektrode, und Fig. 13B ist ein Blockdia- 

30 gramm einer Struktur einer Tragereinheit mit dem Tragerge- 
hause in Fig. 13A; 

[0028] Fig. 14A ist ein Explosionsblockdiagrarnm eines 
Beispiels eines weiteren Tragergehauses und Basiselements, 
verwendet in dem ersten Ausfuhrungsbeispiel eines erfin- 

35 dungsgemaBen Wiederherstelibearbeitungsverfahrens einer 
Elektrode; und Fig. 14B ist ein Blockdiagramm einer Struk- 
tur einer Tragereinheit mit dem Tragergehause in Fig. 14A. 
[0029] Fig. 15 ist eine Querschnittsansicht einer Struktur 
einer Tragereinheitsstufe zusarnmen mit einem Transfer- 

40 plattenfixierkopf, verwendet in einem dritten Ausfuhrungs- 
beispiel eines erfindungsgemaBen Wiederherstellungsbear- 
beitungsverfahrens einer Elektrode; 

[0030] Fig. 1 6 ist eine Draufsicht des in Fig. 15 dargestell- 
ten Ausfuhrungsbeispiels; 
45 [0031] Fig. 17 ist ein Explosionsblockdiagrarnm einer 
Struktur des Tragergehauses und der Tragereinheitsstufe; 
dargestellt in Fig. 15; und 

[0032] Fig. 18A, 18B ist ein Blockdiagramm der Gesamt- 
struktur einer Gleitvorrichtung, verwendet in dem dritten 
50 Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Wiederher- 
stellbearbeitungsverfahrens einer Elektrode. 

Genaue Beschreibung der bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiele 

55 

[0033] Fig. 7 zeigt einen Sockel fur eine Halbleitervor- 
richtung, ausgestattet mit einer Verbindungselektroden- 
platte, auf welche ein erstes, zweites und drittes Ausfuh- 
rungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Wiederherstellungs- 
60 bearbeitungsverfahrens einer Elektrode, welche unten be- 
schrieben sind, angewandt werden. 

[0034] Bei dem Sockel fur die Halbleitervorrichtung, dar- 
gestellt in Fig. 7, wird ein Test fur eine elektrische Charak- 
teristik der Halbleitervorrichtung, genauer ein Voralterungs- 
65 test bzw. Burn-In-Test, durchgefuhrt. Der Sockel fur die 
Halbleitervorrichtung umfasst eine Tragereinheit 40 zum 
Aufnehmen eines Nacktchip als eine Halbleitervorrichtung 
und einen IC-Sockel 30 zum abnehmbaren Montieren der 
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Tragereinheit 40 darin. 

[0035] Der IC-Sockel 30 ist bauptsachlich aufgebaut aus 
einem Korperabschnitt 32 mit einem Aufhahmeabschnitt 
zum Aufnehmen der Tragereinheit 40 darin, angeordnet auf 
einer Leiterplatte 38 zum Eingeben eines Testsignals in den 5 
Nacktchip und Ausgeben eines getesteten Ausgangssignals 
aus dem Nacktchip, einer Kontaktgruppe 34, vorgesehen im 
Korperabschnitt 32, bestehend aus einer Vielzahl von Kon- 
takten, welche elektrisch zu verbinden sind mit den jeweili- 
gen Kontaktstellen eines Kontaktblatts als eine .Verb in- 10 
dungselektrodenplatte, unten beschrieben, welche ein Ele- 
ment der Tragereinheit 40 ist, und einem Abdeckungsele- 
ment 36, welches geeignet ist, nach oben und nach unten re- 
lativ zum Korperabschnitt 32 bewegt zu werden, zum selek- 
tiven elektrischen Verbinden der jeweiligen Kontaktab- 15 
schnitte der Kontaktgruppe 34 mit den jeweiligen Kontakt- 
stellen des Kontaktblatts. 

[0036] Der Korperabschnitt 32, welcher in einem harzarti- 
gen Material geformt ist, ist angeordnet an einer vorbe- 
stimmten Position in "Obereinstimmung mit dem Elektro- 20 
denabschnitt der Leiterplatte 38. Wie dargestellt in Fig, 7, 
hat der Korperabschnitt 32 einen Aufhahmeabschnitt 32A 
zum Aufnehmen der Tragereinheit 40. Der Aufhahmeab- 
schnitt 32A ist definiert durch den Innenumfang einer unte- 
ren Basis 32a in Eingriff mit einem unteren Abschnitt des 25 
Basisabschnitts der Tragereinheit 40, unten beschrieben, 
und den Innenumfang einer oberen Basis 32b angrenzend an 
die untere Basis 32a und in Eingriff mit einem oberen Ab- 
schnitt des Basisabschnitts. In der unteren Basis 32a wird 
die Kontaktgruppe 34 getragen. In der unteren Basis 32a 30 
und der oberen Basis 32b sind Schlitze SL zum EinfCigen 
und Aufnehmen der jeweiligen Kontakte 34ai (i = 1 bis n; n 
ist eine positive Ganzzahl) mit der Kontaktgruppe 34 ausge- 
bildet. 

[0037] Der Kontakt 34ai (i = 1 bis n; n = ist eine positive 35 
Ganzzahl), bestehend aus einem Blech, ist aufgebaut aus ei- 
nem Anschlussabschni tt 34T in Presspassung in der unteren 
Basis 32a, einem festen Kontaktab schnitt 34 f angrenzend an 
den Anschlussabschnitt 34T und elektrisch verbunden mit 
der Kontaktstelle des Kontaktblatts von einer unteren Seite, 40 
einem elastischen bewegbaren Kontaktabschnitt 34m an- 
grenzend an den Anschlussabschnitt 34T und elektrisch mit 
der Kontaktstelle des Kontaktblatts von einer oberen Seite 
verbunden, und einem Abschnitt in Eingriff 34e, wahlweise 
eingriffsfahig mit einer Schragflache des Abdeckungsele- 45 
ments 36, unten beschrieben, zum Bewegen in Drehrichtung 
des bewegbaren Kontaktabschnitts 34 m in der Richtung, 
welche sich weg bewegt von dem festen Kontaktabschnitt 
34f. Der in Eingriff befindliche Abschnitt 34e zweigt ab von 
einem proximalen Ende des bewegbaren Kontaktabschnitts 50 
34 m und erstreckt sich hin zum Abdeckungselement 36. 
[0038] In Fig, 7 sind jeweilige Kontakte 34 ai angeordnet 
in der generell vertikalen Richtung zu einer Papierflache in 
einem gegebenen Ab stand in Obereinstirnmung mit den je- 
weiligen Kontaktstellen des Kontaktblatts 44. Es sei darauf 55 
hingewiesen, dass lediglich eine Kontaktgruppe 34 darge- 
stellt ist in Fig. 7, bei vier Kontaktgruppen 34, welche vier 
Seiten des Aufnahmeabschnitts 32A umgeben. 
[0039] Das Abdeckungselement 36, geformt in harzarti- 
gem Material, hat eine Offhung 36a zum Ermoglichen eines 60 
Hindurchtretens der Tragereinheit 40 dadurch hindurch. Ein 
Rahmenabschnitt, welcher eine Umfangskante der Offhung 
36a bildet, wird getragen zur Aufwarts- und Abwartsbewe- 
gung durch (nicht dargestellte) Schenkel, gefuhrt durch eine 
(nicht dargestellte) Vertiefung, vorgesehen auf dem AuBen- 65 
umfang des Kbrperabschnitts. Es sei darauf hingewiesen, 
dass das Abdeckungselement 36 vorgespannt wird durch ein 
nicht dargestelltes Federelement, so dass es sich weg vom 



Korperabschnitt 32 befindet. An einem unteren Ende der je- 
weiligen Seite des Rahmenabschnitts ist jeweils ein Schrag- 
flachenabschnitt 36s ausgebildet, welcher in Eingriff ist mit 
einem Spitzenende des in Eingriff befindlichen Abschnitts 
34e des jeweihgen Kontakts 34ai, wenn das Abdeckungs- 
element 36 zu einer vorbestimmten Position gesenkt wird, 
wie dargestellt durch eine Strichpunktlinie in Fig. 7, und den 
bewegbaren Kontaktabschnitt 34m in Drehrichtung bewegt, 
so dass er sich weg von dem festen Kontaktabschnitt 34f 
entgegen der Federkraft da von befindet. 
[0040] Wenn die Tragereinheit 40, welche unten beschrie- 
ben ist, angebracht ist am Aufnahmeab schnitt 32A des Kor- 
perabschnitts 32 des iC-Sockels 30, bewegt sich der jewei- 
lige bewegbare Kontaktabschnitt 34m in der Kontaktgruppe 
34 nick warts relativ zum Aufhahmeabschnitt 32A, urn in 
Bereitschaft zu sein, durch Schieben nach unten des Abdek- 
kungselements 36 bei einer vorbestimmten Distanz, und 
wird in einem Wartezustand gehalten. AnschlieBend wird 
die Tragereinheit 40 in den Aufhahmeabschnitt 32A von 
oben durch die Offhung 36a gebracht und an einer vorbe- 
stimmten Position angeordnet. Zu diesern Zeitpunkt wird 
der feste Kontaktabschnitt 34f in Kontakt gebracht mit der 
unteren Flache der Kontaktstelle des Kontaktblatts 44 in der 
Tragereinheit 40. 

[0041] Als nachstes wird, wenn das Abdeckungselement 
36 aus dem aufrechterhaltenen Zustand freigegeben wird, 
das Abdeckungselement 36 einer Aufwartsbewegung durch 
die resultierende Kraft der Wiederherstellkraft des oben er- 
wahnten Federkorpers und die Federkraft des in Eingriff be- 
findlichen Abschnitts 34c des jeweiligen Kontakts 34ai un- 
terzogen. Zu diesem Zeitpunkt kehrt der jeweilige beweg- 
bare Kontaktabschnitt 34m der Kontaktgruppe 34 zuriick 
von der oben erwahnten Warteposition zur Ursprungsposi- 
tion und wird in Kontakt gebracht mit der oberen Flache der 
Kontaktstelle des Kontaktblatts 44 in der Tragereinheit 40. 
Dadurch werden, wie dargestellt in Fig. 7, die jeweiligen 
Kontaktstellen des Kontaktblatts 44 elektrisch verbunden 
mit der Kontaktgruppe 34. 

[0042] Wie dargestellt in Fig. 8, umfasst die Tragereinheit 
40 ein Tragergehause 46 mit einem Aufhahmeabschnitt 46A 
zum Aufnehmen eines Nacktchips 60, wobei das Kontakt- 
blatt 44, angeordnet iiber ein elastisches Blatt 58 auf einem 
Basiselement 42, einen Boden des Aufnahmeabschnitts 46A 
in dem Tragergehause 46 bildet, eine Druckabdeckung 52 
mit einem Druckkdrper 56 zum Drticken einer Elektroden- 
gruppe des Nacktchips 60 auf Hocker 44B des Kontaktblatts 
44, und eine Verriegelungsvorrichtung 50 (sieheFig. 7) zum 
wahlweisen Halten der Druckabdeckung 52 am Tragerge- 
hause 46. 

[0043] Wie dargestellt in Fig. 8, umfasst die Druckabdek- 
kung 52 einen Druckkorper 56 mit einer Pressflache 56a, 
welche in Kontakt zu bringen ist mit der oberen Flache des 
Nacktchips 60, einen Abdeckungsk6rper 64 zum Aufneh- 
men eines proximalen Abschnitts des Druckkorpers 56 und 
eine 'Vielzahl von Fedem 54, angeordnet in einem Raum 
zwischen der jeweiligen Vertiefung im proximalen Ab- 
schnitt des Druckkorpers 56 und einer verhalmisma\Big tie- 
fen Vertiefung im Abdeckungskorper 64 gegeniiber der fni- 
heren Vertiefung, zum Vorspannen des Druckkorpers 56 hin 
zum Nacktchip 60. 

[0044] Der Nacktchip 60 von generell rechteckiger Form 
hat eine vorbestimmte Elektrodengruppe auf einer unteren 
Flache gegeniiber den Hdckem 44B des Kontaktblatts 44. 
Es sei darauf hingewiesen, dass in Fig. 8 lediglich zwei der 
Vielzahl von Hockern 44B typisch dargestellt sind in einer 
im Verhaltnis ubertriebenen Weise. 

[0045] Der proximale Abschnitt des Druckkorpers 56 
wird eingefugt in eine verhaltnismafiig flache und breite 
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Vertiefung im Abdeckungskorper 64 in einer bewegbaren 
Weise. An einem Ende des proximalen Abschnitts des 
Druckkorpers 56 sind eine Vielzahl von Nasen 56 n, welche 
in Eingriff zu bringen sind mit Nasen, die an einem unteren 
Ende des Abdeckungskorpers 64 vorgesehen sind, gegen- 
iiberliegend zueinander ausgebildet. Dadurch wird der 
Druckkorper 56 gehalten durch den Abdeckungsktirper 64, 
wahrend er vorgespannt wird durch eine Federkraft der Fe- 
der 54. 

[0046] Der Abdeckungskorper 64 hat einen Ansatz 64p an 
jedem von gegeniiberliegenden Enden davon, welcher in 
Eingriff zu bringen ist mit einem Hakenelement 48A bzw. 
48B in der Verriegelungsvorrichtung 50. Die Ansatze 64p 
haben Schragflachen 64ps zurn Drucken der Hakenelemente 
48A und 48B weg voneinander durch den Eingriff mit den 
Schragflachen an Spitzenenden der Hakenelemente 48A und 
48B, wenn die Druckabdeckung 52 rnontiert ist. 
[0047] Die Verriegelungsvorrichtung 50 umfasst die Ha- 
kenelemente 48 A und 48B, getragen an den gegenuberlie- 
genden Enden des Tragergehauses 46 in einer drehbaren 
Weise, zum Halten des Abdekkungskorpers 64, eine Schrau- 
bentorsionsfeder 66 zum Vorspannen jedes der Hakenele- 
mente 48A und 48B in der durch einen Pfeil in Fig. 7 darge- 
stellten Richtung zum Eingriff desselben mit dem Ansatz 
64p, und einen Stift 68 zum Tragen der Schraubentorsions- 
feder 66. 

[0048] An jedem von gegeniiberliegenden Enden des Tra- 
gergehauses 46 ist ein Ftihrungsabschnitt 46g ausgebildet 
zum Fiihren des AuBenumfangs eines unteren Abschnitts 
des Abdeckungskorpers 64, wenn die Druckabdeckung 52 
rnontiert wird. Auf dem Umfang -des Fuhrungs abschnitts 
46g wird jedes von gegenuberliegenden Enden des Stifts 68 
getragen, 

[0049] Wie dargestellt in Fig. 8 und 9, hat das Kontakt- 
blatt 44 eine Vielzahl von Hockern 44B in einem Substrat 
44M, angeordnet in tJbereinstimmung mit der Elektroden- 
gruppe des Nacktchips 60, welche in Kontakt zu bringen ist 
mit den Hockern. Es sei darauf hinge wiesen, dass in Fig. 9 
von der Vielzahl von Hockern 44B im Kontaktblatt 44 meh- 
rere von diesen typischerweise dargestellt sind in einer im 
Verhaltnis ubertriebenen Weise. 

[0050] Der jeweilige Hocker 44B ist ausgebildet durch 
Plattieren einer Flache aus Kupfer, welches ein Basismate- 
rial mit Nickel und Gold ist, Ein Spitzenende des jeweiligen 
Hockers 44B steht lediglich in einer vorbestimmte HOhe aus 
der Oberflache des Substrats 44M vor. Das Substrat 44M be- 
steht beispielsweise aus Polyimidharz (mit einem linearen 
Ausdehnungskoeffizienten von 35 x 10~*/°C), welches ein 
Film mit einer Dicke von etwa 40 um ist. 
[0051] Der jeweilige Hocker 44B ist verbunden mit einer 
Kontaktstelle 44p iiber eine leitfahige Schicht 44c, welche 
gebildet ist aus einer Kupferfolie, wie dargestellt in Fig. 9. 
Die Kontaktstelle 44 p ist ausgebildet an jedem von gegen- 
iiberliegenden Enden des Substrats 44M, welche aus dem 
Basiselement 42 nach auBen vorstehen, wie dargestellt in 
Fig. 7. 

[0052] Dabei wird ein Bereich in dem Kontaktblatt 44, in 
welchem die Vielzahl von Hockern 44B ausgebildet ist, der- 
art getragen, dass er relativ zur Flache des Basiselements 42 
parallel dazu relativ in einem vorbestimmten Bereich be- 
weglich ist. 

[0053] Bei einer derartigen Struktur wird, wenn der 
Nacktchip 60 in der Tragereinheit 40 rnontiert ist, die Elek- 
trodengruppe des Nacktchips 60 zuerst positioniert auf die 
jeweiligen Hocker 44B des Kontaktblatts 44, so dass die 
ELektrodengruppe des Nacktchips 60 in Kontakt gebracht 
wird mit den jeweiligen Hockern 44B, Dann wird die 
Druckabdeckung 52 eingefugt in den Aufnahmeabschnitt 



46A des Tragergehauses 46. Zu diesem Zeitpunkt werden 
Spitzenenden der Hakenabschnitte 48A und 48B der Verrie- 
gelungsvorrichtung 50 in Drehrichtung entgegen der Vor- 
spannkraft der Schraubentorsionsfeder 66 durch die Wir- 
5 kung der Schragflache 64p des Abdeckungskorpers 64 in 
der Druckabdeckung 52 weg voneinander bewegt. Ferner 
wird, wahrend die AuBenumfangsflache des Abdeckungs- 
korpers 64 gefuhrt wird durch die Innenflache des Fuh- 
rungsabschnitts 46g, die Druckflache 56a des Druckkorpers 
10 56 auf die obere Flache des Nacktchips 60 entgegen der Vor- 
spannkraft der Feder 54 gedruckt. 

[0054] AnschlieBend werden die Hakenelemente 48A und 
48B in Drehrichtung bewegt durch die Vorspannung der 
Schraubentorsionsfeder 66, so dass die Spitzenenden davon 

15 nahe beieinander sind, und in Eingriff mit den Ansatzen 64p 
des Abdeckungskorpers 64 gebracht. Folglich wird die 
Druckabdeckung 52 durch das TYagergehause 46 gehalten. 
[0055] In einem Zustand, in welchem die Tragereinheit 40 
rnontiert ist am Aufhahmeabschnitt 43A, wie oben beschrie- 

20 ben, wird ein Test am Nacktchip 60 in einer vorbestimmten 
Atmosphare durchgefuhrt. 

[0056] Bei einem derartigen Test werden die oben er- 
wahnte Tragereinheit 40 und das oben erwahnte Kontakt- 
blatt 44 wiederholt fur eine vorbestimmte Anzahl von fri- 

25 schen Nacktchips, welche darauf rnontiert sind, verwendet. 
[0057] Vor einer Verwendung fur einen derartigen Test hat 
jeder unbenutzte Hocker 44B ursprilnglich eine generell ko- 
nische Form, wie dargestellt in Fig. 5A in vergroBertem 
MaBstab. Am obersten Ende des Hockers 44B ist eine Mi- 

30 krounregelmaBigkeit 44a ausgebildet auf der Gesamtheit der 
Flache davon, wie dargestellt in Fig. 6A in vergroBertem 
MaBstab. 

[0058] Als nachstes wird, wenn das Kontaktblatt 44 fur ei- 
nen Test verwendet wird, das oberste Ende des Hockers 44B 
35 in Kontakt gebracht mit der Elektrodenflache des Nackt- 
chips 60 bei einem vorbestimmten Druck mit einem vorbe- 
stimmten Betrag, welcher zusammengedruckt wird, wie dar- 
gestellt in Fig. 5B und 6B. 

[0059] AnschlieBend wird durch wiederholtes Verwenden 

40 eines Kontaktblatts 44 fur eine vorbestimmte Anzahl von 
Nacktchips 60 das oberste Ende des Hockers 44B\ welches 
in dieser Weise verwendet wird, zusammengedruckt, so dass 
es von generell trapezartiger Form mit einer Planflache ist, 
wie vergroBert dargestellt in Fig. 5C und 6C, Die glatte 

45 Planflache 44fs eines derartigen Hockers 44B' hat keinerlei 
MikrounregebiiaBigkeiten, wie dargestellt in Fig. 6A. 
[0060] Dementsprechend kdnnte, wenn ein Kontaktblatt 
44 mit der vorbestimmten Haufigkeit oder mehr ohne Aus- 
wechseln desselben verwendet wurde, ein Fall eintreten, in 

50 welchem der elektrische Kontakt zwi schen dem Kontakt- 
blatt 44 und dem Nacktchip 60 unzuverlassig wird. 
[0061] Um ein solches Problem zu losen, wird gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Wie- 
derherstellbearbeitungsverfahrens einer Elektrode eine 

55 TVansferplatte 10 mit einer vorbestimmten Dicke, wie in 
Fig. IA dargestellt, vorbereitet Die Transferplatte 10 ist 
hergestellt aus Kaltwerkzeugstahl (japanische Industriestan- 
dards SKS, SKD), plattiert mit Chrom als Oberflachenbe- 
handlung (mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten 

60 von etwa 11,5 x lO -6 /^), und hat eine UrjregelmaBigkeit 
von einer vorbestimmten Rauhigkeit auf mindestens einer 
Transferflache 10s, wie vergroBert dargestellt in Fig. 2A. 
[0062] Zuerst wird das Kontaktblatt 44, von welchem der 
Hocker 44B' verschlissen ist, angeordnet wie dargestellt in 

65 Fig. 1 A, und die oben erwahnte Tragereinheit 40, auf wel- 
cher die Transferplatte 10 anstelle des Nacktchip 60 ange- 
bracht ist, wird angeordnet in einem Konstanttemperaturbad 
12 zum Aufrechterhalten der Raumternperatur auf einem 
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vorbestiramten Wert Das Konstanttemperaturbad 12 ist aus- 
gestattet mil einem Tfemperaturregler, welcher in der Lage 
ist, die Raumternperatur verschieden einzustellen. 
[0063] Dann wird die Transferplatte 10 angeordnet auf ei- 
ner gemeinsamen Ebene, gebildet aus einer Vielzahl von 5 
Planflachen 44 fs, so dass eine Transferflache 10s davon in 
Kontakt gebracht wird niit verscblissenen Planflachen 44fs 
der jeweiligen Hocker 44B' im Konstanttemperaturbad 12. 
So wird die Transferplatte 10 getragen durch die Planflachen 
44fs von einer Vielzahl von Hockern 44B\ Gleichzeitig wird 10 
die Transferplatte 10s auf die Vielzahl von Hockern 44B' bei 
einem voroestirnmten Druck in der durch einen Pfeil F in 
Fig. 1A dargestellten Richtung gedriickt durch eine Vor- 
spannkrafl der Feder 54 iiber den Druckkorper 56, wie oben 
beschrieben. Dieser Druck ist beispielsweise festgelegt auf 15 
einen Wert in einem Bereich von etwa 1 bis 100 g pro einem 
Hocker 44B\ GemaB den Untersuchungen der vorliegenden 
Erfinder existiert, wenn der Druck kleiner ist als etwa 1 g 
pro einem Hocker 44B\ kaum eine Wiederherstellwirkung, 
wahrend dann, wenn 100 g pro einem Hocker 44B' iiber- 20 
schritten werden, die vorstehende Hohe des Hockers 44B* zu 
klein wird im Vergleich mit einem Standardwert. AuBerdem 
wird in letzterem Fall aufgrund der Tatsache, dass sich ge- 
zeigt hat, dass das Zusammendriicken der Spitzenenden des 
Hockers 44B r verhaltnisrnaBig groft wird und somit die 25 
Elektrode der getesteten Vorrichtung beschadigt wird, der 
Druck ausgewahlt aus dem oben erwahnten Bereich von 
beispielsweise etwa 1 bis 100 g pro einem Hocker 44B'. 
[0064] Fig. 3B zeigt das Spitzendende des Hockers 44B' 
in vergrdBertem MaBstab, unmittelbar nachdem die Trans- 30 
ferflache 10s in Kontakt gebracht wurde mit der Planflache 
44fs und gedriickt wurde. Daher wird, wie aus Fig. 3B er- 
sichtlich, das Spitzenende des Hockers 44B' gedriickt durch 
die UnregelmaBigkeit 10a der Transferplatte 10, um eine 
verhaltnismaBig raue UnregelmaBigkeit 44ps aufzuweisen, 35 
[0065] Dann wird die Tempera tur im Konstanttemperatur- 
bad 12 erhoht beispielsweise von einem Standardzu stand 
auf einen Bereich von 80 bis 150°C und bei dieser Tempera- 
tur fur nicht weniger als 5 Minuten aufrechterhalten. In die- 
ser Hinsicht ist die Temperatur im Konstanttemperaturbad 40 
12 und die Zeitspanne zum Aufrechterhalten dieser Tempe- 
ratur vorzugsweise festgelegt auf etwa 15 Minuten bei 
150°C. 

[0066] Dementsprechend erfolgt, wenn die Transferplatte 
10 und das Kontaktblatt 44 sich in der durch einen Pfeil E in 45 
Fig. 1 A dargestellten Richtung mit anstei gender Raumtern- 
peratur ausdehnen, eine Ausdehnung des Kontaktblatt 44, 
welche starker ist als die Ausdehnung der Transferplatte 10, 
entgegen der wechselseitigen Reibungskraft zwischen der 
UnregelmaBigkeit 44ps und der Transferflache 105, darge- 50 
stellt in Fig. 3B, da der lineare Warmeausdehnungskoefii- 
zient des Substrats 44M derart festgelegt ist, dass er groBer 
ist als der lineare Ausdehnungskoeffi zient der Transferplatte 
10, wie oben beschrieben. Folglich wird die Rache, auf wel- 
cher die UnregelmaBigkeit 44ps ausgebildet ist, weiter auf- 55 
geraut durch das relative Gleiten von etwa mehreren zehn 
um des Kontaktblatts 44 und des Hockers 44B' zu der Mi- 
krounregelmaBigkeit 10a auf der Transferflache 10s, was zu 
einer feineren UnregelmaBigkeit 44ms auf der Rache des 
Hockers, wie dargestellt in Fig, 3C, fiihrt. 60 
[0067] AnschlieBend wird das Kontaktblatt 44" mit dem 
Hocker 44B", welcher der Wiederherstellbehandlung unter- 
zogen wurde, von der Tragereinheit 40 entfernt, wie darge- 
stellt in Fig. IB. 

[0068] So wird, wie dargestellt in Fig. 2B und 3D in ver- 65 
groBertem MaBstab, eine verhaltnismaBig feine Unregelma- 
Bigkeit 44ms gebildet in der obersten Endflache 44es des 
Hockers 44B " in Ubereinstimmung mit dem Drucken und 
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dem Gleiten der MikrounregelmaJ3igkeit 10a der Transfer- 
flache 10s in der Transferplatte 10 ohne Anwenden eines 
verhaltnismaBig groBen Drucks. 

[0069] Wie oben beschrieben, wird aufgrund der Tatsache, 
dass der Hocker 44B durch die Erwarmung leicht verform- 
bar ist, die Ausbildung der obigen UnregelmaBigkeit weiter 
erleichtert. 

[0070] Fig. 4A, 4B und 4C zeigen die jeweiligen Schritte 
zur Bearbeitung des Hockers 44B' in einem Vergleichsbei- 
spiel, gepriift durch die vorliegenden Erfinder. 
[0071] In diesem Vergleichsbeispiel wird bei der Wieder- 
herstellbehandlung der Elektrode das Kontaktblatt 44 rait 
dem verschlissenen Hocker 44B', wie dargestellt in vergro- 
Bertem MaBstab in Fig. 4A, ahnlich wie beim obigen Aus- 
fuhrungsbeispiel angeordnet in der Tragereinheit 40 wie 
beim oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel, und die 
Transferplatte 10 wird allein montiert anstelle des Nacktchip 
60, ohne erwarmt zu werden. 

[0072] Bei diesem Vergleichsbeispiel wird der Hocker 
44B' gedriickt durch die Transferplatte 10 bei einem vorbe- 
stimmten Druck in der durch einen Pfeil F in Fig. 1 A darge- 
stellten Richtung durch die Vorspannung der Feder 54 iiber 
den Druckkorper 56. Fig. 4B zeigt das Spitzenende des 
Hockers 44BC in vergroBertem MaBstab, unmittelbar nach- 
dem die Transferflache 10s in Kontakt gebracht wurde mit 
der Planflache 44fs und dadurch gedriickt wurde. Dadurch 
wird, wie ersichtlich aus Fig. 4B, das Spitzenende des Hok- 
kers 44BC gedriickt durch die UnregelmaBigkeit 10a der 
Transferplatte 10, und eine verhaltnismaBig raue Unregel- 
maBigkeit 44ps wird gebildet. 

[0073] Als nachstes wird das Kontaktblatt mit dem wie- 
derhergestellten Hocker 44BC von der Tragereinheit ent- 
fernt. 

[0074] So wird, wie dargestellt in Fig. 4C in vergroBertem 
MaBstab, eine verhaltnismaBig raue UnregelmaBigkeit 44ps 
gebildet in der obersten Endflache des Hockers 44BC in 
Ubereinstimmung mit der MikrouriregelmaBigkeit 10a der 
Transferflache 10s in der Transferplatte 10. 
[0075] Folglich wurde bestatigt, dass die verhaltnismaBig 
feine UnregelmaBigkeit 44ms, wie sie erhalten wird durch 
das erste Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, 
nicht erhalten werden kann durch das Verfahren gemaB dem 
Vergleichsbeispiel. 

[0076] AuBerdem wird bei der vorliegenden Erfindung die 
Feilwirkung erhalten in der Verbindungsflache des Hockers 
44B durch das relative Gleiten zwischen der oben erwahn- 
ten Transferflache 10s und dem Hocker 44B. Feraer ist es im 
Vergleich zu einem Fall, in welchem der Transfer lediglich 
durch die Druckwirkung ausgefiihrt wird, moglich, die fei- 
nere UnregelmaBigkeit sicher auszubilden. 
[0077] Fig. 10A, 108 und 100 zeigen schematisch die je- 
weiligen Schritte im zweiten Ausfuhrungsbeispiel eines er- 
findungsgemSBen Wiederherstellbearbeitungsverfahrens ei- 
ner Elektrode. 

[0078] Ein Kontaktblatt 80, welches bei dem in Fig, 10A 
bis 100 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel verwendet wird, 
hat eine Vielzahl von Hockern 84B, angeordnet in einem 
Substrat 84M in t)bereinstimmung mit einer Elektroden- 
gruppe eines Nacktchips 60, welche damit elektrisch zu ver- 
binden ist, wie dargestellt in Fig. 10A. Ein Spitzenende des 
jeweiligen Hockers 848 stent vor mit einer vorbestimmten 
Hohe aus der Oberflache des Substrats 84M. Eine Mikroun- 
regelmaBigkeit 84a ist ausgebildet iiber der Gesamtheit der 
Flache des Spitzenendes davon, wie dargestellt in Fig. 11 A 
in vergroBertem MaBstab. 

[0079] Der jeweilige Hocker 84B ist elektrisch verbunden 
mit einer (nicht dargestellten) Kontaktstelle iiber eine leitfa- 
hige Schicht 84C, welche aus einer Kupferfolie gebildet ist 



11 



DE 103 23 224 A 1 



12 



Die KontaktsteUe ist ausgebildet an jedem der gegeniiberlie- 
genden Enden des Substrats 84M, vorstehend aus jedem der 
gegenuberliegenden Enden des Basiselements 42. Der je- 
weilige Hocker 84B ist gebildet aus einera Material, in wel- 
chem Gold (mit einer Knoop-Harte in einem Bereich von 80 5 
bis 200) oder Kupfer (mit einer Knoop-Harte in einem Be- 
reich von 250 bis 320) verwendet wird als ein Basismaterial 
und gleichmaBig gemischt ist mit vorbestimrnten kristalli- 
nen MaCerialien 86, urn eine generell konische Form aufzu- 
weisen. 10 
[0080] Wenn das Basismaterial Gold ist, besteht das Kri- 
stallteilchen 86 aus Palladium (Pd), um einen Durchmesser 
etwa in einem Bereich von 2 bis 3 um aufzuweisen, und hat 
eine Harte groBer als diejenige von Gold und eine verhalt- 
nismaBig hohe elektrische Leitfahigkeit, und der Gehalt da- IS 
yon liegt etwa im Bereich von 12 bis 20 Vol.-%. 
[0081] Wenn das Basismaterial Kupfer ist, besteht das 
Kristallteilchen 86 aus Nickel (Ni), um einen Durchmesser 
etwa in einem Bereich von 2 bis 3 /am aufzuweisen, welches 
eine Harte grGBer als diejenige von Kupfer und eine reLativ 20 
hohe elektrische Leitfahigkeit aufweist, und der Gehalt da- 
Yon liegt etwa in einem Bereich von 15 bis 20 Vol.-%. 
[0082] Das Substrat 84M besteht beispielsweise aus ei- 
nem Polyimidharz (mit einem linearen Ausdehnungskoefii- 
zienten von 35 x XO^PC), um ein Film von etwa 40 urn 25 
Dicke zu sein. 

[0083] Bei der Wiederherstellbehandlung des Hockers 
84B als eine Elektrode eines derartigen Kontaktblatts 80 
wird, wahrend ein Kontaktblatt 80 angeordnet wird in der 
oben erwannten Tragereinheit 40, das Spitzenende des Hok- 30 
kers 84B wiederholt in Kontakt gebracht mit den Nackt- 
chips 60 wahrend der Verwendung, wobei die Verbindungs- 
flache des Spitzenendes des Hockers 84B automatisch wie- 
derhergestellt wird. Dementsprechend werden der Druck- 
schritt und der Erwarmungsschritt der Transferplatte 10, 35 
verwendet beim ersten Ausfuhrungsbeispiel, unnbtig. 
[0084] Das heiBt, wenn das Kontaktblatt 80 in der Trager- 
einheit 40 einem Tfest unterzogen wird, wind das oberste 
Ende des Hockers 84B in Kontakt gebracht mit der Elektro- 
denflache des Nacktchips 60 bei einem vorbestimrnten 40 
Druck und einem vorbestimrnten Betrag, um welchen ein 
Zusammendriicken erfolgt, wie dargestellt in Fig. 10 B und 
1 IB in vergroBertem MaBstab. 

[0085] AnschlieBend wird, wahrend das eine Kontaktblatt 
80 wiederholt verwendet wird zum Testen einer vorbe- 45 
stimmten Anzahl von Nacktchips 60, das oberste Ende des 
jeweiligen Hockers 84' zusammengedruckt zu einer generell 
trapezartigen Form mit einer generell planen Flache, wie 
dargestellt in Fig, IOC und 11 C in vergroBertem MaBstab. 
Ein Teil der Vielzahl von kristallinen Materialien 86, enthal- 50 
ten im Basismaterial, wird freigelegt auf der Spitzenendfla- 
che 84fs eines derartigen Hockers 84B\ wie dargestellt in 
Fig. 11C, durch den VerschleiB des Basismaterials, um eine 
MikrounregelmaBigkeit auszubilden. 

[0086] Dementsprechend wird eine frische Flache mit ei- 55 
ner MikrounregelmaBigkeit automatisch ausgebildet auf der 
obersten Endflache des jeweiligen Hockers 84B' bei Ver- 
schleiBen des Basismaterials am obersten Ende des Hockers 
84B\ 

[0087] In der Tragereinheit 40, welche verwendet wird im 60 
ersten Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Wie- 
derhersteUbearbeitimgsverfahrens einer Elektrode, wird ein 
Abschnitt im Kontaktblatt 44, in welchem eine Vielzahl von 
Hockern 44B ausgebildet ist, derart getragen, dass er be- 
weglich relativ zur Rache des Basiselements 42 in einem 65 
vorbestimrnten Bereich ist 

[0088] Jedoch muss die Tragereinheit 40 nicht notwendi- 
gerweise eine derartige Struktur aufweisen, sondern kann 



Strukturen aufweisen, welche dargestellt sind in Fig, 12A, 
12B bis Fig. 14A, 14B. 

[0089] In Fig. 12A umfasst die Tragereinheit ein Trager- 
gehause 47 mit einem Aufnahmeabschnitt 47A zum Auf- 
nehmen eines Nacktchips 60 oder einer Transferplatte 10, 
wobei das Kontaktblatt 45, angeordnet uber ein elastisches 
Blatt 58 auf einem Basiselement 42, einen Boden des Auf- 
nahmeabschnitts 47A im Tragergehause 47 bildet, eine 
Druckabdeckung 52 (siehe Fig. 8) mit einem Drucckorper 
56 zum Driicken einer Elektrodengruppe des Nacktchips 60 
oder der Transferplatte 10 auf Hocker 45B im Kontaktblatt 
45, und eine Verriegelungsvorrichtung 49 zum wahlweisen 
Halten der Druckabdeckung 52 am TYagergehause 47. In 
dieser Hinsicht wird aufgrund der Tatsache, dass die Struk- 
tur der Druckabdeckung 52 und der Verriegelungsvorrich- 
tung 49 dieselbe ist wie diejenige der Druckabdeckung und 
der Verriegelungsvorrichtung des ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels, eine Erlauterung davon ausgelassen. 
[0090] Das Tragergehause 47 ist geformt aus einem Mate- 
rial mit dern linearen Ausdehnungskoeffizienten, welcher 
groBer ist als derjenige der oben erwannten Transferplatte 
10, wie etwa harzartiges Material. Vorzugsweise ist das 
harzartige Material Polyatherimid (mit dem linearen Aus- 
dehnungskoeffizienten von 56 x Krt^C). Wie dargestellt in 
Fig. 12B, ist der Innenurnf ang des Aufnahmeabschnitts 47A 
des Tragergehauses 47 ausgebildet zum Fuhren des AuBen- 
umfangs der Druckabdeckung 52 und platzierte die Abdek- 
kung an einer vorbestimrnten Position bei Anbringung der 
Druckabdeckung 52. Auf dem Boden des Aufnahmeab- 
schnitts 47A des Tragergehauses 47 sind vier Locher 47a 
ausgebildet um eine Mittenoffnung 47b, in welche Befesti- 
gungselemente 51, welche unten beschrieben sind, einge- 
setzt werden. 

[0091] Das Kontaktblatt 45 hat eine Vielzahl yon Hockern 
45B in einem Substrat 45M, angeordnet in Ubereinstim- 
mung mit der Elektrodengruppe des Nacktchips 60, welche 
elektrisch zu verbinden ist mit den Hockern. Ein Spitzen- 
ende des jeweiligen HGckers 45B steht vor aus der Oberfla- 
che des Substrats 45M beispielsweise mit einer vorbestimrn- 
ten Hohe. Der jeweilige Hocker 45B ist gebildet durch Plat- 
tieren der Flache aus Kupfer, welches ein Basismaterial da- 
von mit Nickel und Gold ist. Das Substrat 44M besteht bei- 
spielsweise aus Polyimidharz (mit einem linearen Ausdeh- 
nungskoeffizienten von 35 x lO -6 /^), um einen Film von 
etwa 40 um Dicke zu bilden. 

[0092] Der jeweilige Hocker 45B wird verbunden mit ei- 
ner KontaktsteUe 45p fiber eine leitfahige Schicht, welche 
gebildet ist aus einer Kupferfolie. Die Vielzahl von Kontakt- 
stellen 44p sind gebildet an jedem von gegeniiberliegenden 
Enden des Substrats 45M, welche aus dem Basiselement 43 
vorstehen. 

[0093] Das Kontaktblatt 45 hat Locher 45a, in welche Be- 
festigungselemente 51 um eine Vielzahl von Hockern 44B 
in tiberemstimmung mit den Lochem 47a des Tragergehau- 
ses 47 eingesetzt werden. 

[0094] Das Basiselement 43 ist geformt aus demselben 
Material wie das Tragergehause 47 und hat Locher 43a in 
Obereinstimmung mit den Lochern 47a des Tragergehauses 
47 und den Lochem 45a des Kontaktblatts 45. 
[0095] Eine der Aufgaben des elastischen Blatts 41, ange- 
ordnet direkt unter der Vielzahl von Hockern 44B des Kon- 
taktblatts 45, ist das Ausgleichen der Anderung einer Kon- 
taktkraft des Hockers 45B, bewirkt durch die Vorstehhohe 
des jeweiligen Hockers 45B in derselben Weise wie bei dem 
vorhergehenden Ausfuhrungsbeispiel, 
[0096] Wie dargestellt in Fig. 12B, ist das Befestigungs- 
element 51 zum miteinander Befestigen des Tragergehauses 
47 und des Basiselements 43 wahrend eines Dazwischenan- 
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ordnens des Kontaktblatts 45 zwischen diese beiden ist vor- 
zugsweise beispielsweise ein Niet oder eine {Combination 
aus Schraube und Mutter. 

[0097] Wenn eine derartige Tragereinheit verwendet wird, 
wird bei der Wiederherstellbehandlung des Hockers das 5 
Kontaktblatt 45 mit den verschlissenen Hockern zuerst dar- 
auf angeordnet, und die Tragereinheit, auf weLcher die 
Transferplatte 10 montiert ist anstelle des Nacktchips 60, 
wird in das Konstanttemperaturbad 12 gebracht, in welchem 
die Raumtemperatur auf einem vorbestimmten Wert gehal- 10 
ten wird. 

[0098] Die Bedingung des Drucks wird bestirnmt in der- 
selben Weise wie bei dem vorhergehenden ersten AusfLih- 
rungsbeispieL 

[0099] Darin steigt die Raumtemperatur im Konstanttem- 15 
peraturbad 12 an yon der Standardbedingung zu einem Be- 
reich von 80 bis 150°C und wird bei dieser Ternperatur ftlr 5 
Minuten oder langer gehalten. Die Ternperatur im Konstant- 
temperaturbad 12 und die Zeitspanne zum Halten der Tern- 
peratur betragen vorzugsweise 150°C bzw. 15 Minuten. 20 
[0100] So erfolgt, wenn sich die Transferplatte 10, das Ba- 
siselement 43, das Tragergehause 47 und das Kontaktblatt 
45 mit der ansteigenden Raumtemperatur ausdehnen, eine 
Ausdehnung des Kontaktblatts 45, welche im Verhaltnis 
groBer ist als diejenige der Transferplatte 10, entgegen der 25 
wechselseitigen Reibungskraft zwischen der erstgenannten 
und der Transferplatte 10 ist, da der lineare Ausdehnungsko- 
effizient des Tragergehauses 47 oder anderer derart festge- 
legt ist, dass er groBer ist als derjenige der Transferplatte 10. 
Folglich werden aufgrund der Tatsache, dass der jeweilige 30 
Hocker 45B sich zusamrnen mit dem Kontaktblatt 45 in der- 
selben Weise wie beim ersten Ausfuhrungsbeispiel bewegt, 
UnregelrnaBigkeiten mit einer feineren Oberflachenrauhig- 
keit ausgebildet an einem Spitzenende des jeweiligen Hok- 
kers 45B. 35 
[0101] Fig. 13A und 13B zeigen eine weitere Tragerein- 
heit, welche verwendet wird bei einem Ausfuhrungsbeispiel 
eines erfindungsgemafien Wiederherstellbearbeitungsver- 
fahrens einer Elektrode. 

[0102] Wahrend das Tragergehause 47 und das Basisele- 40 
ment 43 zusamrnen befestigt sind durch die Befestigungs- 
vorrichtungen 51 wahrend eines Dazwischenanordnens des 
Kontaktblatts 45 zwischen den beiden in der Tragereinheit, 
dargestellt in Fig. 12A und 12B, sind das Tragergehause 47 
und das Basiseiement 43 miteinander verbunden durch ei- 45 
nen Klebstoff oder durch SchweiBen wahrend eines Dazwi- 
schenanordnens des Kontaktblatts 45 zwischen den beiden 
in der Tragereinheit, dargestellt in Fig. 13A und 13B. Dabei 
werden in Fig. 13 A und 13B dieselben Bezugszeichen ver- 
wendet zum Bezeichnen derselben Elemente wie in Fig. 50 
12A und 12B, und die Erlauterung da von wird ausgelassen. 
[0103] Das Tragergehause 47' ist geformt aus einem Mate- 
rial mit dem linearen Ausdehnungskoeffizienten, welcher 
groBer ist als derjenige der oben erwahnten Transferplatte 
10, wie etwa aus einem harzartigen Material. Als das harzar- 55 
tige Material wird beispielsweise Polyalherimid (mit einem 
linearen Ausdehnungskoeffizienten von 56 x 10~ l0 /°C) be- 
vorzugt. Der Innenurnfang des Aufhahmeabschnitts 47T3 ist 
gebildet zum Ftthren des AuBenumfangs der Druckabdek- 
kung 52, urn denselben an einer vorbestimmten Position, 60 
wie dargestellt in Fig. 13B, anzuordnen, wenn die Druckab- 
deckung 52 montiert ist. In der Bodenflache des Aufnahrne- 
abschnitts 47' des Tragergehauses 4T ist eine Offnung 47*b 
an einer Mitte davon ausgebildet. 

[0104] Das Basiseiement 43' ist geformt aus demselben 65 
Material wie das des Tragergehauses 47' und hat vier Posi- 
tionierstifte 43* P, jeweils in Ubereinstirnrnung mit den Lo- 
chern 45a des Kontaktblatts 45. Der Positionierstift 43T 
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stent vor aus der Hache, auf welcher das elastische Blatt 41 
angeordnet ist, mit einer vorbestimmten Lange, welche bei- 
spielsweise einer Dicke des Kontaktblatts 45 entspricht. Der 
Positionierstift 43T bestirnmt eine Relativposition des Kon- 
taktblatts 45 zum Basiseiement 43' und verschiebt das Kon- 
taktblatt 45 in Ubereinstirnrnung mit der Warmeausdehnung 
bzw. Schrumpfung des Basiselements 43' in derselben 
Weise, Die Relativposition des Basiselements 43' zum Auf- 
nahmeabschnitt 47' des Tragergehauses 47' wird beim 
SchweiBen bestirnmt. 

[0105] Auch bei diesern Ausfuhrungsbeispiel erfolgt auf- 
grund der Tatsache, dass der lineare Ausdehnungskoeffi- 
zient des Basiselements 43', des Tragergehauses 4T und des 
Kontaktblatts 45 derart ausgewablt ist, dass er groBer ist als 
derjenige der Transferplatte 10, eine Ausdehnung des Kon- 
taktblatts 45, welche groBer ist als die Verlangerung der 
Transferplatte 10, entgegen der wechselseitigen Reibungs- 
kraft zwischen dem Kontaktblatt und der Transferflache 10s. 
Folglich bewegt sich in derselben Weise wie beim ersten 
Ausfuhrungsbeispiel der jeweilige Hocker 45B zusamrnen 
mit dem Kontaktblatt, und eine feinere Obernachenrauhig- 
keit wird gebildet an einem Spitzenende des jeweiligen 
Hockers 45B. 

[0106] Fig. 14A und 14B zeigen eine weitere Tragerein- 
heit, verwendet in einem Ausfuhrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaBen Wlederherstellbearbeitungsverfahrens einer 
Elektrode. 

[0107] Das Tragergehause 47' und das Basiseiement 43' 
mit den Positionierstiften 43T werden zusamrnen verbun- 
den wahrend eines Dazwischenanordnens des Kontaktblatts 
45 zwischen den beiden in der Tragereinheit, dargestellt in 
Fig. 13A und 13B. Hingegen sind in Fig. 14A und 14B ein 
Tragergehause 47 " mit Positionierstiften 47"P und einem 
Basiseiement 43" zusamrnen verbunden wahrend eines Da- 
zwischenanordnens des Kontaktblatts 45 zwischen den bei- 
den. Hierbei werden in Fig. 14A und 14B dieselben Bezugs- 
zeichen verwendet zum Bezeichnen derselben Elemente in 
Fig. 12A und 12B, und eine Erlauterung davon wird ausge- 
lassen. 

[0108] Das TVagergehause 47" ist geformt aus einem Ma- 
terial mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten, wel- 
cher groBer ist als derjenige der oben erwahnten Transfer- 
platte 10, wie etwa aus einem harzartigen Material. Vorzugs- 
weise ist das harzartige Material Polyamerimid (mit einem 
linearen Ausdehnungskoeffizienten von 56 x lCT^C). Wie 
dargestellt in Fig. 14B, ist der Innenurnfang des Aufnahme- 
abschnitts 47 " A des Tragergehauses 47" gebildet zumFiih- 
ren des AuBenumfangs der Druckabdeckung 52 und plat- 
zierte die Abdeckung an einer vorbestimmten Position, 
wenn die Druckabdeckung 52 montiert ist. Auf dem Boden 
des Aufhahmeabschnitts 47" A des Tragergehauses 47" ist 
eine Offnung 47 "b ausgebildet an einer Mitte davon. Vler 
Positionierstifte 47"P stehen vor auf dem AuBenumfang der 
Offnung 47". Der Positionierstift 47"P steht vor aus dem 
Boden mit einer vorbestimmten Lange, welche beispiels- 
weise einer Dicke des Kontaktblatts 45 entspricht Der Posi- 
tionierstift 47" P bestirnmt eine Relativposition des Kontakt- 
blatts 45 zum Tragergehause 47' und verschiebt das Kon- 
taktblatt 45 in Ubereinstirnrnung mit der Warmeausdehnung 
bzw. Schrumpfung des Tragergehauses 47" in derselben 
Weise. Die Relativposition des Tragergehauses 47" zum 
Aufnahmeabschnitt 47' des Tragergehauses 47" wird be- 
stirnmt beim SchweiBen. 

[0109] Das Basiseiement 43" ist gebildet aus demselben 
Material wie das des TVagergehauses 47" . 
[0110] Auch bei diesem Ausfuhrungsbeispiel erfolgt auf- 
grund der Tatsache, dass der lineare Ausdehnungskoeffi- 
zient des Basiselements 43", des Tragergehauses 47" und 



DE 103 23 

15 

des Kontaktblatts 45 derart ausgewahlt ist, dass er groBer ist 
als derjenige der Transferplatte 10, eine Ausdehnung des 
Kontaktblatts 45, welche groBer ist als die Verlangerung der 
Transferplatte 10, entgegea der wechselseitigen Reibungs- 
kraft zwischen dem Kontaktblatt und der Transferflache 10s. 5 
Folglich bewegt sich in derselben Weise wie beirn ersten 
Ausfuhrungsbeispiel der jeweilige Hocker 45B zusammen 
mit dem Kontaktblatt, und eine feinere Oberflachenrauhig- 
keit wird gebildet an einem Spitzenende des jeweiligen 
Hockers 45B. 10 
[0111] Fig. 15 und 16 zeigen eine Tragereinheitsstufe zu- 
sammen mit einem Transferplattenbefestigungskopf, ver- 
wendet in einem dritten Ausfuhrungsbeispiel eines erfm- 
dungsgemaBen Wiederherstellbearbeitungsverfahrens einer 
Elektrode. 15 
[0112] Hierbei werden in Fig, 15 und 16 dieselben Be- 
zugszeichen verwendet zum Bezeichnen derselben Ele- 
mente in Fig. 7 und 8, und eine Erlauterung davon wird aus- 
gelassen. Ferner ist in Fig. 15 und 16 ein Zustand gezeigt, in 
welchem ein Teil von Bauelementen der Tragereinheit ge- 20 
halten wird in der Tragereinheitsstufe, wahrend die Druck- 
abdeckung entfemt wird. 

[0113] Als Teil der Tragereinheit, dargestellt in Fig. 15 
und 17, urnfasst die Tragereinheit ein Tragergehause 116 mit 
einem Aufnahrneabschnitt 11 6 A zum Aufnehmen eines 25 
Nacktchips 60, wobei das Kontaktblatt 44, angeordnet liber 
ein elastisches Blatt 110 auf einem Basiselement 108, einen 
Boden des Aufnahmeabschnitts 116 A des Tragergehauses 
116 bildet, eine (nicht dargestellte) Druckabdeckung mit ei- 
nem Druckkorper zum Driicken einer Elektrodengruppe des 30 
Nacktchips 60 auf Hocker 44B im Kontaktblatt 44, und eine 
Verriegelungsvomchtung 116F zum wahlweisen Halten der 
Druckabdeckung auf dem Tragergehause 116. 
[0114] Dabei hat die oben erwahnte Druckabdeckung, 
welche nicht dargestellt ist, dieselbe Struktur wie bei dem in 35 
Fig. 8 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel. 
[0115] Die Verriegelungsvomchtung 116F hat ein Haken- 
element an jedem der gegenuberliegenden Enden des Tra- 
gergehauses 116, gehalten zur Drehung durch einen Stift, 
wie dargestellt in Fig. 7, zum Halten eines Endes der Druck- 40 
abdeckung, und eine Schraubenfeder zum Vorspannen des 
Hakenelements in der Richtung eines Eingriffs mit dem 
Ende der Druckabdeckung. 

[0116] Die Tragereinheitsstufe 106 hat einen Aufnahrne- 
abschnitt 106 zum vortibergehenden Aufnehmen des Tra- 45 
gergehauses 116 bei der Wiederherstellbearbeitung des 
Hockers 44B im Kontaktblatt 44. Wie dargestellt in Fig. 15 
und 17, ist der Innenumfang des Aufnahmeabschnitts 106A, 
welcher nach oben offnet, ausgebildet zum Eingriff mit ei- 
nem Ende des Basiselements 108 zum Beschranken einer 50 
Position des Basiselements 108 relativ zum Basiselement 
108. 

[0117] Auf dem Umfang des Aufnahmeabschnitts 106A 
sind ein Paar von Verriegelungsvorrichtungen einander ge- 
genuberliegend angeordnet zum losbaren Halten des TYager- 55 
gehauses 116 der Tragereinheit, wie dargestellt in Fig. 16 
und 17. Die Verriegelungsvomchtung hat ein Hakenelement 
112 zum Halten des Umfangs des Aufnahmeabschnitts 
11 6A im Tragergehause 116, und eine Schraubenfeder 114 
zum Vorspannen des Hakenelements 112 in der Richtung 60 
zum Eingriff mit dem Umfang des Aufnahmeabschnitts 
116A. Das Hakenelement 112 wird getragen zur Drehung 
auf der Wand, welche den Aufnahmeabschnitts 106A in der 
Tragereinheitsstufe 106 definiert, durch einen Stift 118. 
[0118] Das Hakenelement 112 ist derart beschafFen, dass 65 
es dreht, wenn das Tragergehause 116 der Tragereinheit al- 
lein montiert ist am Aufhahmeabschnitt 106A oder entfemt 
ist vom Aufnahrneabschnitt 106A, so dass ein Ende davon 
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sich in Abstand von dem Innern des Aufnahmeabschnitts 
106 A befindet, entgegen der Vorspannung der Schraubenfe- 
der 114, wie dargestellt durch eine Strichpunktlinie in Fig. 
17. Hingegen wird, wenn das Tragergehause 116 gehalten 
wird im Innern des Aufnahmeabschnitts 106A, ein Ende des 
Hakenelements 112 in Kontakt gebracht mit dem Umfang 
des Aufnahmeabschnitts 116A des Tragergehauses 116 
durch die Vorspannung der Schraubenfeder 114, wie darge- 
stellt durch eine VolUinie in Fig. 15 und 17. 
[0119] Wie unten beschrieben, ist der Transferplattenbefe- 
stigungskopf angeordnet im Aufnahrneabschnitt 116 A des 
Tragergehauses 116, wie dargestellt in Fig. 15, wenn die 
Wiederherstellbearbeitung ausgefuhrt wird auf dem Kon- 
taktblatt 44 mit den verschlissenen Hockern. 
[0120] Wie dargestellt in Fig. 15, hat der Trans ferplatten- 
befestigungskopf einen Druckkorper 102 mit einer Befesti- 
gungsflache 102a, auf welcher die Transferplatte 104 befe- 
stigt wird, einen Abdeckungskorper 100 mit einer Vertie- 
fung zum Aufnehmen einer Basis des Druckkorpers 102, 
und eine Vielzahl von Federn 103 zum Vorspannen der 
Transferplatte 104 hin zu den Hockern 44B des Kontakt- 
blatts 44. Die jeweilige Feder 103 ist angeordnet in jedem 
von Raumen, welche definiert sind zwischen einer Vertie- 
fung in der Basis des Druckkorpers 102 und der verhaltnis- 
maftig tiefen Vertiefung im Abdeckungskorper 100. 
[0121] Die Basis der Basis des Druckkorpers 102 ist be- 
wegbar eingesetzt in die verhaltnismaBig flache und breite 
Vertiefung im Abdeckungskorper 100. An einem Ende des 
eingesetzten Abschnitts des Druckkorpers 102 sind eine 
'Vielzahl von Ansatzen 102n, welche in Eingriff zu bringen 
sind mit Ansatzen, welche vorgesehen sind an einem unte- 
ren Ende des Abdeckungskorpers 100, einander gegenuber- 
liegend angeordnet Dadurch wird der Druckkorper 102 ge- 
halten durch den Abdeckungskorper 100, wahrend er gehal- 
ten wird durch die Vorspannung der Vielzahl von Federn 
103. 

[0122] Eine Flache der Transferplatte 104, bestehend aus 
Metall oder Keramik, ist befesti gt an der BefestigungsflSche 
102a durch einen KlebstofT oder eine Befestigungseinrich- 
tung. Auf der anderen Flache der Transferplatte 104 ist eine 
UnregelmaBigkeit mit einer vorbestimmten Flachheit und 
Oberflachenrauhigkeit ausgebildet. Dabei sollte die Trans- 
ferplatte 104 nicht begrenzt sein auf dieses Ausfuhrungsbei- 
spiel, son dem kann einstuckig mit dem Druckkorper 102 
ausgebildet sein. Ferner kann der Druckkorper 102 einsttik- 
kig mit dem Abdeckungskorper 100 ausgebildet sein, ohne 
Zwischenanordnung der Vielzahl von Federn 103. 
[0123] Hingegen wird, wenn der Test ausgeftihrt wird am 
Nacktchip 60, eine (nicht dargestellte) Druckabdeckung der 
Tragereinheit gehalten am Tragergehause 116 durch die Ver- 
riegelungsvorrichtung 11 6F davon. 

[0124] An einer generellen Mitte eines oberen Abschnitts 
des Abdeckungskbrpers 100 ist ein Innengewindeabschnitt 
100 s vorgesehen, urn mit einem AuBengewindeabschnitt in 
einer unten beschriebenen Lastzelle verschraubt zu werden. 
[0125] Fig. 18A zeigt schematisch die Gesamtheit einer 
Gleitvorrichtung zum Bewegen des Kontaktblatts 44 relativ 
zum Transferplattenbefestigungskopf in dem Schritt der 
Wiederherstellbearbeitung ftir die Hocker 44B auf dem 
Kontaktblatt 44 beim dritten Ausfuhrungsbeispiel eines 
Wiederherstellbearbeitungsverfahrens einer Elektrode. 
[0126] Die Gleitvorrichtung urnfasst eine Tlschvorrich- 
tung, angeordnet auf dem Basiselement 120 zum Befestigen 
der Tragereinheitsstufe 106, welche das Tragergehause 116 
halt, in welchem das Kontaktblatt 44 aufgenommen wird, 
und zum Bewegen der Tragereinheitsstufe 106 in einer vor- 
besummten Richtung, und eine Druckvorrichtung zum Hal- 
ten des Transferplattenbefestigungskopfs und Anwenden ei- 
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nes vorbestimmten Drucks auf die Transferplatte 104 und 
die Hocker 44B auf dem Kontaktblatt 44. 
[0127] Die Tischvorrichtung hat eine Basis 122, angeord- 
net auf dem Basiselement 120, ein X-Richtung-Stufenele- 
ment 126, ein Y-Richtung-Stufenelement 130 und eine 5 
Drehstufe 136. Das X-Richtung-Stufenelement 126 ist der- 
art ausgefilhrt, dass es sich bewegt durch ein Kugelspindel- 
element 124, welches auf der Basis 122 getragen wird. Das 
Y-Richtung-Stufeneternent 130 ist derart ausgeftihrt, dass es 
sich bewegt durch ein Kugelspindelelement 132, welches 10 
durch das X-Ricbtung-Stufenelement 126 in der Richtung 
generell vertikal zur Axialrichtung des Kugelspindelete- 
ments 124 getragen wird. Feraer halt die Drehstufe 136 die 
Tragereinheit, wahrend sie fur eine Drehung getragen wird 
durch einen Stufentragabschnitt 134, angeordnet auf dem Y- 15 
Richtung-Stufenelement 130. 

[0128] Die Basis 122 besteht aus einem Horizontalab- 
schnitt, ausgebildet in der durch einen Pfeil X dargestellten 
Richtung, und einen Vertikalabschnitt, welcher quer zum 
Horizontalabschnitt in der durch einen Pfeil Z in Fig. 18A 20 
dargestellten Richtung verlauft. 

[0129] Das X-Richtung-Stufenelement 126 wird gefuhrt 
durch eine Fuhrungsschiene 168 und getragen in einer be- 
wegbaren Weise durch ein Kugelspindelelement 124 iiber 
eine Mutter. Entgegengesetzte Enden des KugelspindeleLe- 25 
ments 124 werden jeweils getragen durch die X-Richtung- 
Enden der Basis 122 auf dem Horizontalabschnitt in Fig. 
18 A. An einem Ende des Kugelspindelelements 124 ist eine 
Ausgangswelle eines Antriebsmotors 160, befestigt an der 
Basis 122, ilber eine Reduktionsvorrichtung 160GH, wie 30 
etwa ein Planetengetriebe, verbunden, Der Antriebsmotor 
160 kann beispielsweise ein Linearmotor, ein Schrittmotor, 
ein Servomotor oder Ahnliches sein. Der Antriebsmotor 160 
und jeder der anderen unten beschriebenen Motoren werden 
gesteuert durch eine Steuereinheit 150, welche unten be- 35 
schrieben wird. 

[0130] Das Y-Richtung-Stufenelement 130 wird getragen 
durch ein Paar von Fuhrungsschienen 128A und 128B, wel- 
che einander gegemiberliegend angeordnet sind auf dem In- 
nenumfang des X-Richtung-Stufenelements 126, um be- 40 
wegbar in der Richtung vertikal zur Papierflache zu sein. 
Das Y-Richtung-Stufenelement 130 wird getragen in einer 
bewegbaren Weise durch das Kugelspindelelement 132 iiber 
eine Mutter. Die gegenuberliegenden Enden des Kugelspin- 
delelements 132 werden jeweils getragen durch die gegen- 45 
uberliegenden Enden des X-Richtung-Stufenelements 126, 
betrachtet in der Richtung vertikal zur Papierflache in Fig. 
18 A. An einem Ende des Kugelspindelelements 132 ist eine 
Ausgangswelle eines Antriebsmotors 162, befestigt am X- 
Richtung-Stufenelement 126, verbunden uber eine Redukti- 50 
onsvorrichtung, wie etwa ein Planetengetriebe. Der An- 
triebsmotor 162 kann beispielsweise ein Linearmotor, ein 
Schrittmotor, ein Servomotor oder Ahnliches sein. 
[0131] An einer Mitte eines Stufentragabschnitts 134, be- 
festigt an der oberen Flache des Y-Richtung-Stufenelements 55 
130, ist ein Antriebsmotor 164 befestigt Der Stufentragab- 
schnitt 134 ist befestigt an der oberen Flache des Y-Rich- 
tung-Stufenelements 130 iiber eine Offhung des X-Rich- 
tung-Stufenelements 126. Eine Ausgangswelle des An- 
triebsmotors ist verbunden rnit dem Innem eines Mitten- 60 
lochs eines Scheibenabschnitts in der Drehstufe 136 iiber 
eine Reduktionsvorrichtung 164GH. Eine Seitenwand der 
Drehstufe 136 wird getragen auf dem oberen Abschnitt des 
Stufentragabschnitts 134 iiber ein Lager 137. Der Antriebs- 
motor kann beispielsweise ein Linearmotor, ein Schrittmo- 65 
tor, ein Servomotor oder Ahnliches sein. 
[0132] So ist die Drehstufe 136 derart ausgeftihrt, dass sie 
sich urn eine Mittelachse des Y-Richtung-Stufenelements 
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130 und eine Mittelachse des Stufentragabschnitts 134 
dreht, wenn sich der Antriebsmotor 164 im Betriebszustand 
befindet. 

[0133] Die Tragereinheitsstufe 106 ist befestigt am Schei- 
benabschnitt der Drehstufe durch eine nicht dargestellte Be- 
festigungseinrichtung, wie etwa Schrauben. 
[0134] Die Druckvorrichtung umfasst eine Lastzelle 138 
zum Erfassen eines Drucks, angewandt auf den Hocker 44B 
uber den Transferplattenbefestigungskopf, ein Z-Richtung- 
Stufenelement 140 zum Halten der Lastzelle 138 und t)ber- 
tragen des Drucks auf den Transferplattenbefestigungskopf, 
ein Kugelspindelelement 142, befestigt an dera Z-Richtung- 
Stufenelement 140, um dasselbe zu bewegen, und einen An- 
triebsmotor 166 zum Drehen des Kugelspindelelements 
142. 

[0135] Entgegengesetzte Enden des Kugelspindelele- 
ments 142 werden getragen zur Drehung durch ein Paar von 
Halterungen, welche vorgesehen sind in einem vorbestimm- 
ten Abstand auf dem Vertikalabschnitt Ein Ende des Kugel- 
spindelelements 142 ist verbunden mit einer Ausgangswelle 
eines Antriebsmotors, befestigt am Vertikalabschnitt, iiber 
eine Reduktionsvorrichtung 166GH. Der Antriebsmotor 166 
kann beispielsweise ein Linearmotor, ein Schrittmotor, ein 
Servomotor oder Ahnliches sein. 

[0136] Das Z-Richtung-Stufenelement 140 ist befestigt 
am Kugelspindelelement 142 iiber eine Mutter, generell ver- 
tikal zur Achse davon, und gefuhrt durch eine Funrungs- 
schiene 144, wahrend eine Eigendrehung verhindert wird. 
[0137] Die Lastzelle 138 ist verbunden rnit dem Abdek- 
kungskorper 100 durch Verschrauben des AuBengewindeab- 
schnitts 138 s, welcher mit einem Innensensorabschnitt ver- 
bunden ist, mit dem Innengewindeabschnitt 100 s des Trans- 
ferplattenbefestigungskopfs. Die Lastzelle 138 erfasst den 
Druck des Z-Richtung-Stufenelements 140, welcher ange- 
wandt wird auf den Transferplattenbefestigungskopf, und 
gibt ein den Druck darstellendes Erfassungssignal Sp an die 
Steuereinheit 150 aus, wie dargestellt in Fig. 18B. 
[0138] Die folgenden Signale werden in die Steuereinheit 
150 eingespeist: ein Rucksetzbefehlssignal Sr, welches den 
Befehl darstellt zum Ruckfuhren der Position des jeweiligen 
Stufenelements zu einer vorbestimmten Bezugsposition, 
ausgegeben von einem Produktionsverwaitungs-Hauptrech- 
ner, welcher nicht dargestellt ist, ein Bewegungsrichtungs- 
befehlssignal Sd, welches eine Richtung darstellt, in wel- 
cher das Tragergehause 116 bewegt werden soli, ein Wieder- 
herstellbehandlungsstartbefehlssignal Ss und das oben er- 
wahnte Erfassungssignal Sp von der Lastzelle 138. 
[0139] Die Steuereinheit 150 ist ausgestattet mit einem 
Speicher 150, in welchem festgelegte Werte des Drucks, 
welcher angewandt wird auf den Transferplattenbefesti- 
gungskopf, bestimmt in Ubereinstimmung mit den Kontakt- 
blattern 44, Daten, welche Verschiebungen des TVagerge- 
hauses 116 (Tragereinheitsstufe 106) dars telle n, oder Pro- 
grammdaten zum Ausfuhren der Wiederherstellbehandlung 
gespeichert werden. 

[0140] Der Druckwert wird ausgewa\hlt in "Obereinstim- 
mung mit Grofien des Hockers 44B, beispielsweise in einem 
Bereich von I bis 100 g pro einer Elektrode. In einem Bei- 
spiel liegt eine untere Grenze des Druckwerts im Bereich 
von 1 bis 40 g. 

[0141] Die Verschiebung des Tragergehauses 116 (Trager- 
einheitsstufe 106) in einer Richtung wird festgelegt unter 
Beriicksichtigung eines Spiels in der jeweiligen \brrich- 
tung, einer Ablenkung des Kontaktblatts 44 oder Ahnliches, 
so dass die relative Verschiebung des Hockers 44B inner- 
halb eines Bereichs von beispielsweise 1 um bis 1 mm liegt. 
In einem Beispiel liegt die untere Grenze der relativen "Ver- 
schiebung des Hockers 44B innerhalb eines Bereichs von 



DE 103 22 

19 

1 jim bis 100 um. 

[0142] Bei der Wiederherstellbehandlung des dritten Aus- 
fuhrungsbeispiels eines erfindungsgemaBen Wiederherstell- 
bearbeitungsverfahrens einer Elektrode wird die Tragerein- 
heitsstufe 106, auf welcher das Tragergehause 116 ange- 5 
bracht ist, welches das Kontaktblatt 44 mit den verschlisse- 
nen Hockern tragt, zuerst gehalten in dern Scheibenab- 
schnitt der Drehstufe 136, angeordnet an der Bezugsposi- 
tion. 

[0143] Dann bestimrat die Steuereinheit ISO die Verschie- 10 
bung des jeweiligen Stufenelements auf der Grundlage des 
Wiederherstellbehandlungsstartbefehlssignals Ss, des Be- 
wegungsrichttingsbefehlssignals Sd und der im Speicher 
150 gespeicherten Daten, so dass die Verschiebung des Tra- 
gergehauses 116 und der Tragereinheitsstufe 106 der vorbe- 15 
stimmte Wert wird. 

[0144] Zu diesera Zeitpunkt bestimmt die Steuereinheit 
150 die Verschiebung der Z-Richtungstufe 140 auf der 
Grundlage des Erfassungssignals Sp und der Daten der 
Drucke, gespeichert im Speicher 150. 20 
[0145] Die Steuereinheit 150 bildet ein Impulssteuersi- 
gnal Cz in tJbereinsdrnrnung mit der bestinimten Verschie- 
bung und speist dasselbe in eine Motortreiberschaltung 15 
ein. Die Motortreiberschaltung 158 gibt ein Treibersignal 
auf der Grundlage des Irnpulssteuersignals Cz aus. 25 
[0146] AnschlieBend bildet die Steuereinheit 150 Irnpuls- 
steuersignals Cx, Cy und Cr mindestens einmal zum Ver- 
schieben des Tragergehauses 116 und der Tragereinheits- 
stufe 106 und speist diese ein in Motortreiberschaltungen 
152, 154 bzw. 156. Die Motortreiberschaltungen 152, 154 30 
und 156 speisen Treibersignale ein in die Antriebsmotoren 
160, 162 und 164 auf der Grundlage der Impulssteuersignale 
Cx, Cy bzw. Cr. 

[0147] Dadurch wird der Hocker 44B des Kontaktblatts 
44 im Tragergehause 116 einmal verschoben relativ zur 35 
Transferplatte 104 in der vorbestimmten Richtung mit einer 
vorbestirnrnten Distanz. 

[0148] So wird in derselben Weise wie beim obigen ersten 
Ausfuhrungsbeispiel eine verhaltnismaflig feine Unregel- 
mafiigkeit gebildet an dem verschlissenen Ende des Hockers 40 
in Obereinstirnmung mit dem Driicken und Gleiten der Mi- 
krounregelmaBigkeit auf der Transferflache der Transfer- 
platte 104 ohne Anwenden einer verhaltnismMBig grofien 
Druckkraft. Diese Obeifiachenrauhigkeitshohe liegt bei- 
spielsweise im Bereich von etwa 0,001 bis 5 um bei Inter- 45 
vallen von etwa 0,1 bis 50 um, Der Bereich als eine untere 
Grenze liegt beispielsweise bei etwa 0, 1 bis 50 um Inter- 
valle in dern Hohenbereich von etwa 0,002 bis 3 um. 
[0149] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist aufgrund der 
Tatsache, dass keine Erwarmung erforderlich ist, im Gegen- 50 
satz zum ersten Ausfuhrungsbeispiel, die Steuerung der 
Gleitdistanz wahrend der "Wiederherstellbehandlung ein- 
fach, und die Behandlung wird abgeschlossen in kurzerer 
Zeit, was vorteilhaft fur die Massenproduktion ist. 
[0150] Die Steuereinheit 150 bildet das Impulssteuersi- 55 
gnal Cz zum Freigeben des Drucks und speist dasselbe ein 
in die Motortreiberschaltung 158. 

[0151] Das Tragergehause 116, in welchem das wieder- 
hergestellte Kontaktblatt aufgenommen wird, wird entfernt 
von der Tragereinheitsstufe 106. Zu diesem Zeitpunkt bildet 60 
die Steuereinheit 150 die Steuersignale Cx, Cy, Cr und Cz 
zum Ruckfuhren der jeweiligen Stufenelemente zu den Be- 
zugspositionen auf der Grundlage des Steuersignals Sr, wel- 
ches darin eingespeist wird, und speist dasselbe ein in die 
Motortreiberschaltungen 152, 154, 156 bzw. 158. 65 
[0152] Das entferate Tragergehause 116 wird montiert im 
Aufnahmeabschnitt im IC-Sockel 30 als eine TVagereinheit, 
nachdem der Nacktchip 60 und die Druckabdeckung mon- 
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tiert wurden, in derselben Weise wie beim vorhergehenden 
Ausfuhrungsbeispiel. 

[0153] Die vorliegende Erfindung wurde genau beschrie- 
ben unter Bezugnahme auf bevorzugte Ausfuhrungsbei- 
spiele, und fiir Fachleute auf diesem Gebiet geht aus den 
obigen Ausfuhrungen deutlich hervor, dass Anderungen und 
Modifikationen vorgenommen werden konnen ohne Abwei- 
chung von der Erfindung in ihren breiteren Aspekten, so 
dass beabsichtigt ist, dass die Erfindung, dargelegt in den 
beiliegenden Anspruchen, all diese Anderungen und Modi- 
fikationen abdeckt, welche innerhalb des Wesens der Erfin- 
dung liegen. 

Patentanspriiche 

1. Wiederherstellbearbeitungsverfahren einer Elek- 
trode, umfassend: 

einen ersten Schritt eines Anordnens einer Transfer- 
platte mit einer unregelmaBigen Oberflache auf einer 
Verbindungsflache eines Elektrodenabschnitts, ausge- 
bildet auf einem Isolationssubstrat einer Elektroden- 
platte fur die elektrische Verbindung mit einem An- 
schlussabschnitt einer Halbleitervorrichtung uber die 
Verbindungsflache des Elektrodenabschnitts, so dass 
die unregelmaBige Flache der Transferplatte in Kontakt 
gebracht wird mit der Verbindungsflache eines Elektro- 
denabschnitts, wobei die Transferplatte gebildet ist aus 
einem Material mit dem linearen Ausdehnungskoefn- 
zienten, welcher verschieden ist von demjenigen des 
Isolationssubstrats der Elektrodenplatte; 
einen zweiten Schritt eines Erwarmens der Transfer- 
platte und der Elektrodenplatte bei einer vorbestimm- 
ten Ternperatur fur eine vorbestimmte Zeitspanne wah- 
rend eines Druckens der Transferplatte, angeordnet auf 
der Verbindungsflache des Elektrodenabschnitts im er- 
sten Schritt, hin zur Verbindungsflache des Elektroden- 
abschnitts mit einem vorbestimmten Druck; und 
einen dritten Schritt eines Trennens der Transferplatte 
von der Elektrodenplatte, um eine vorbestimmte Unre- 
gelmaBigkeit auf der Verbindungsflache des Elektro- 
denabschnitts zu bilden. 

2. Wiederherstellbearbeitungsverfahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 1, wobei die vorbestimmte Tern- 
peratur und die vorbestimmte Zeitspanne beim zweiten 
Schritt festgelegt sind im Bereich von 80 bis 150°C 
bzw. im Bereich von 5 bis 15 Minuten. 

3. Wiederherstellbearbeitungsverfahren einer Elek- 
trode, umfassend: 

einen ersten Schritt eines Anordnens eines Anschluss- 
abschnitts einer Halbleitervorrichtung auf einer Ver- 
bindungsflache eines Elektrodenabschnitts einer Elek- 
trodenplatte mit dem Elektrodenabschnitt, ausgebildet 
auf dem Isolationssubstrat, fur die elektrische Verbin- 
dung rnit dem Anschlussabschnitt der Halbleitervor- 
richtung uber die Verbindungsflache des Elektrodenab- 
schnitts, wobei der Elektrodenabschnitt in einem Ba- 
sisrnaterial eine vorbestimmte Menge von mikrokri- 
stallinen Materialien mit einer VerschleiBfestigkeit ent- 
halt, welche groBer ist als diejenige des Basismaterials, 
und 

einen zweiten Schritt eines VerschleiBens der Verbin- 
dungsflache der Elektrodenplatte wahrend eines Kon- 
taktierens des Anschlussabschnitts des Halbleiters mit 
der Verbindungsflache der Elektrodenplatte, um einen 
Teil der kristallinen Materialien freizulegen, und eines 
Bildens einer vorbestimmten UnregelmaBigkeit auf der 
Verbindungsflache, 

4. Wiederherstellbearbeitungsverfahren einer Elek- 
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trode nach Anspruch 3, wobei die kristallinen Materia- 
lien gebildet sind aus Palladium oder Nickel mit einer 
Harte, welche hoher ist als diejenige von Kupfer als das 
Basismaterial, und einer verhaltnismaBig hohen elek- 
Irischen Leitfahigkeit. 5 

5. Wiederherstellbearbeitungsverfahren einer Elek- 
trode, umfassend: 

einen ersten Schritt eines Anordnens einer Transfer- 
platte mit einer unregelmaBigen Oberflache auf einer 
Verbindungsflache eines Elektrodenabschnitts, ausge- 10 
bildet auf einem Isolationssubstrat einer Elektroden- 
platte mit dem Isolationssubstrat fur die elektrische 
Verbindung mit einem Anschlussabscbnitt einer Halb- 
leitervorrichtung uber die Verbindungsflache des Elek- 
trodenabschnitts, so dass die Flache der Transferplatte 15 
in Kontakt gebracht wird mit der Verbindungsflache 
des Elektrodenabschnitts, 

einen zweiten Schritt eines relativen Bewegens der 
Transferplatte bzw. der Verbindungsflache des Elektro- 
denabschnitts mindestens einmai in jeder von Rich tun- 20 
gen generell parallel zur Verbindungsflache iiber eine 
vorbestimmte Distanz wahrend eines Druckens der 
Transferplatte, angeordnet auf der Verbindungsflache 
des Elekmodenabschnitts im ersten Schritt, hin zur Ver- 
bindungsflache des Elektrodenabschnitts bei einem 25 
vorbestimmten Druck, und 

einen dritten Schritt eines Trennens der Transferplatte 
von der Elektrodenplatte, um eine vorbestimmte Unre- 
gelmaBigkeit auf der Verbindungsflache des Elektro- 
denabschnitts zu bilden. 30 

6. Vfiederiierstellbearbeitungsverfahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 5, wobei in dem zweiten Schritt 
die Elektrodenplatte relativ zur Transferplatte bewegt 
wird durch eine Gleitvorrichtung zum Bewegen der 
Elektrodenplatte generell parallel zur Verbindungsfla- 35 
che des Elektrodenabschnitts, wahrend die Elektroden- 
platte dadurch getragen wird. 

7. WiederhersteUbearbeitungs verf ahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 5, wobei der Druck im zweiten 
Schritt im Bereich von 1 bis 100 g pro einer Elektrode 40 
liegt. 

8. Wiederherstellbearbeitungsverfahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 5, wobei die Distanz der relativen 
Bewegung im zweiten Schritt im Bereich von 1 um bis 

1 mm liegt. 45 

9. WiederhersteUbearbeitungs verfahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 1 , wobei der Elektrodenabschnitt 
gebildet wird durch Plattieren einer Flache aus Kupfer, 
welches ein Basismaterial mit Nickel und Gold ist. 

10. Wi ederhers tellbe arb ei tung s verf ahren einer Elek- 50 
trode nach Anspruch 1, wobei das Isolationssubstrat 
aus Polyimidharz besteht 

11. WiederhersteUbearbeitungsverfahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 10, wobei das Isolationssubstrat 
einen linearen Ausdehnungskoeffizienten von 35 X 55 
lO^Chat. 

12. Wiederherstellbearbeitungsverfahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 1, wobei die Transferplatte aus 
Kaltwerkzeugstahl, plattiert mit Chrom als Oberfla- 
chenbehandlung, hergestellt ist. 60 

13. WiederhersteUbearbeirungsverfahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 1, wobei der lineare Warmeaus- 
dehnungskoeffizient des Isolations sub strats derart fest- 
gelegt ist, dass er grofier ist als der lineare Ausdeh- 
nungskoeffizient der Transferplatte. 65 

14. Wiederherstellbearbeitungs verf ahren einer Elek- 
trode nach Anspruch 5, wobei die Unregelm&Bigkeits- 
hohe im dritten Schritt im Bereich von 0,001 bis 5 jim 



bei Intervallen von etwa 0,1 bis 50 um liegt. 
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